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（AGND、DGND）がそれぞれあります。これは、IC内部の
動作により区別していますが、デジタル部もアナログ部も全
く同一のプロセス上にあり、図1に示す通り、N型シリコン
のベース上に生成されています。
この構造原理により、例えば、デジタル系（+VDD）に電圧

を加え、アナログ系（+VCC）側をオープンにしている場合、
デジタル系の電圧はN型シリコン･ベースを介してアナログ
電源（+VCC）にも現れます。この逆の場合も同様で、電源
をいずれかの電源ピンに加えれば、電源を接続していない
電源ピンにも電圧が発生します。このことは非常に重要で、
電源上に乗っている “ノイズ” もこれと同じようにデジタ
ル側からアナログ側へ伝達されることを意味しています。
つまり、デジタル系電源（+VDD）を外部デジタル回路に接続
してしまうと、外部デジタル回路の電源ノイズが直接ICデ
バイスに加わることになります。

電源デジタルノイズのフィールドスルー
図2に電源デジタルノイズの伝達特性の実測例をPCM1717

をモデルに示します。ここでは、外部デジタル信号源から
システム･クロック、PCMデータをDACに供給し、同時に

概　要
このアプリケーションノートは、バー･ブラウンのオー

ディオ用PCMデバイス（DAC、ADC、CODEC）について、
その基本的接続、PCパターン･レイアウト設計、出力回路設
計等に関し、その理論的背景といくつかの実測データをもと
に詳しく解説しています。このアプリケーションノートで掲
げた各項目は、実設計に際し非常に有益であるはずですので、
各設計者の十分な理解と実践をお願いいたします。

電源およびグランドの接続
まず最初に、オーディオ用DAC、CODEC、ADC等のデ

バイスはCMOS リニアICであり、アナログICとして扱わな
ければならないことを理解して下さい。このセクションで
は、ICの各電源およびグランドの最適な接続方法について、
ICの内部構造や実測データを用いて説明しています。

CMOSプロセスとフィードスルー
バー･ブラウンで用いているCMOSプロセスの簡易構造図

を図1に示します。標準的には、ICデバイスはデジタル系お
よびアナログ系、2つの電源（+VCC、+VDD）、グランド
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図 1. CMOSプロセスの簡易構造 



























DAC出力から
直接測定した
SNRは92dB!!

ビデオ信号によりオーディオ信
号が影響を受けると同時に、ノ
イズをピックアップします。こ
れは、両側のラインが1線式で
パラレルなためです。 
ポスト･ローパスフィルタまで
の信号ラインも長過ぎます。 
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図 29. ビデオCDプレーヤのオーディオおよびビデオの構成例 
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理的にも）
PCMデバイスのアプリケーションは、従来のCDプレーヤ

を始めとするデジタル･オーディオから、ビデオCD、DVD、
PCサウンド、通信ネットワーク、デジタル放送等のマルチメ
ディアに急速に広がっています。実設計エンジニアもオー
ディオ DACを扱うのは初めてという人も増えている傾向の
中、このアプリケーションノートで掲げた基本的な接続法と
PCレイアウト例さえ実践していただければ、誰でも簡単かつ
確実にPCMデバイスの応用回路を作成できますので、十分な
理解と実務への実践を最後にお願いします。
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半導体製品は、取り扱い、保管･輸送環境、基板実装条件によっ
ては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすこ
とがあります。 
弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点

を遵守して下さい。 
1.　静電気 

●　素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触
る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアー
スをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。 

●　弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装） 
又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導
電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったも
の等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテ
ナ等も、導電性のものを使うこと。 

●　マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる
全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施す
こと。 

●　前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面
及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常
に管理されその機能が確認されていること。 

2.　温･湿度環境 
●　温度：0～40℃、相対湿度：40～85％で保管・輸送

及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。） 

●　直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。 
3.　防湿梱包 

●　防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に
従い基板実装すること。 

4.　機械的衝撃 
●　梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、
衝撃を与えないこと。 

5.　熱衝撃 
●　はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10

秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれ
に従うこと。） 

6.　汚染 
●　はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因と

なるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環
境で保管・輸送しないこと。 

●　はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。 
（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプの
フラックスは除く。） 
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弊社半導体製品の取り扱い・保管について 
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